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東芝のセミコンダクター社の位置づけと特徴
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2009年 世界半導体市場シェアランキング

世界トップクラスの販売規模
出展：ガートナー社
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製造品目
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IDM メーカ

IDM（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｄｅｖｉｃｅ Ｍａｎｕｆａｃｕｔｕｒｅｒ）メーカとして多様な高度技術を保有

メモリ
ｱﾅﾛｸﾞ･

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞIC ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ

ｿﾌﾄｿﾌﾄ / / ｱﾌﾟﾘｱﾌﾟﾘ

IP / IP / 設計設計

ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃﾞﾊﾞｲｽ / / ﾌﾟﾛｾｽﾌﾟﾛｾｽ

半導体製品のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
の源泉

メモリ
ｱﾅﾛｸﾞ･

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞIC ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ

ｿﾌﾄｿﾌﾄ / / ｱﾌﾟﾘｱﾌﾟﾘ

IP / IP / 設計設計

ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃﾞﾊﾞｲｽ / / ﾌﾟﾛｾｽﾌﾟﾛｾｽ

メモリ
ｱﾅﾛｸﾞ･

ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞIC ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ

ｿﾌﾄｿﾌﾄ / / ｱﾌﾟﾘｱﾌﾟﾘ

IP / IP / 設計設計

ﾃﾞﾊﾞｲｽﾃﾞﾊﾞｲｽ / / ﾌﾟﾛｾｽﾌﾟﾛｾｽ

半導体製品のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
の源泉
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グローバルな製造拠点
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東芝セミコンダクター社 国内製造拠点

岩手東芝エレクトロニクス岩手東芝エレクトロニクス
カスタムカスタムSoCSoC/MCU//MCU/イメージセンサイメージセンサ
((前工程）前工程）

東芝コンポーネンツ東芝コンポーネンツ
Discrete Discrete （（RectifierRectifier

/Power TR/Power TR））

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

浜岡東芝エレクトロニクス浜岡東芝エレクトロニクス
光半導体光半導体
（前工程）（前工程）

加賀東芝エレクトロニクス加賀東芝エレクトロニクス
DiscreteDiscrete
((前工程・後工程）前工程・後工程）

四日市工場四日市工場
MemoryMemory

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

姫路半導体工場姫路半導体工場
DiscreteDiscrete

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

大分工場大分工場
Analog IC/Analog IC/イメージセンサイメージセンサ//

MCU/MCU/カスタムカスタムSoCSoC//
マルチメディアマルチメディアSoCSoC

（前工程）（前工程）

長崎セミコンダクターマニュファクチャリングﾞ長崎セミコンダクターマニュファクチャリングﾞ
先端先端SoCSoC
（前工程）（前工程）

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ事業部ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ事業部

アナログ・イメージングアナログ・イメージングICIC
事業部事業部

メモリ事業部メモリ事業部

北九州工場北九州工場
光半導体光半導体
（前工程）（前工程）

東芝東芝LSILSIパッケージソリューションパッケージソリューション
MemoryMemory
（後工程）（後工程）

豊前東芝エレクトロニクス豊前東芝エレクトロニクス
Discrete/Discrete/光半導体光半導体

（後工程）（後工程）

ロジックロジックLSILSI事業部事業部

岩手東芝エレクトロニクス岩手東芝エレクトロニクス
カスタムカスタムSoCSoC/MCU//MCU/イメージセンサイメージセンサ
((前工程）前工程）

東芝コンポーネンツ東芝コンポーネンツ
Discrete Discrete （（RectifierRectifier

/Power TR/Power TR））

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

浜岡東芝エレクトロニクス浜岡東芝エレクトロニクス
光半導体光半導体
（前工程）（前工程）

加賀東芝エレクトロニクス加賀東芝エレクトロニクス
DiscreteDiscrete
((前工程・後工程）前工程・後工程）

四日市工場四日市工場
MemoryMemory

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

姫路半導体工場姫路半導体工場
DiscreteDiscrete

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

大分工場大分工場
Analog IC/Analog IC/イメージセンサイメージセンサ//

MCU/MCU/カスタムカスタムSoCSoC//
マルチメディアマルチメディアSoCSoC

（前工程）（前工程）

長崎セミコンダクターマニュファクチャリングﾞ長崎セミコンダクターマニュファクチャリングﾞ
先端先端SoCSoC
（前工程）（前工程）

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ事業部ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ事業部

アナログ・イメージングアナログ・イメージングICIC
事業部事業部

メモリ事業部メモリ事業部

北九州工場北九州工場
光半導体光半導体
（前工程）（前工程）

東芝東芝LSILSIパッケージソリューションパッケージソリューション
MemoryMemory
（後工程）（後工程）

豊前東芝エレクトロニクス豊前東芝エレクトロニクス
Discrete/Discrete/光半導体光半導体

（後工程）（後工程）

岩手東芝エレクトロニクス岩手東芝エレクトロニクス
カスタムカスタムSoCSoC/MCU//MCU/イメージセンサイメージセンサ
((前工程）前工程）

東芝コンポーネンツ東芝コンポーネンツ
Discrete Discrete （（RectifierRectifier

/Power TR/Power TR））

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

浜岡東芝エレクトロニクス浜岡東芝エレクトロニクス
光半導体光半導体
（前工程）（前工程）

加賀東芝エレクトロニクス加賀東芝エレクトロニクス
DiscreteDiscrete
((前工程・後工程）前工程・後工程）

四日市工場四日市工場
MemoryMemory

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

姫路半導体工場姫路半導体工場
DiscreteDiscrete

（前工程・後工程）（前工程・後工程）

大分工場大分工場
Analog IC/Analog IC/イメージセンサイメージセンサ//

MCU/MCU/カスタムカスタムSoCSoC//
マルチメディアマルチメディアSoCSoC

（前工程）（前工程）

長崎セミコンダクターマニュファクチャリングﾞ長崎セミコンダクターマニュファクチャリングﾞ
先端先端SoCSoC
（前工程）（前工程）

ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ事業部ﾃﾞｨｽｸﾘｰﾄ事業部

アナログ・イメージングアナログ・イメージングICIC
事業部事業部

メモリ事業部メモリ事業部

北九州工場北九州工場
光半導体光半導体
（前工程）（前工程）

東芝東芝LSILSIパッケージソリューションパッケージソリューション
MemoryMemory
（後工程）（後工程）

豊前東芝エレクトロニクス豊前東芝エレクトロニクス
Discrete/Discrete/光半導体光半導体

（後工程）（後工程）

ロジックロジックLSILSI事業部事業部
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東芝セミコンダクター社 海外製造拠点

東芝半導体（無錫）有限公司東芝半導体（無錫）有限公司
(Toshiba Semiconductor (Wuxi) (Toshiba Semiconductor (Wuxi) CoCo.,.,LtdLtd.).)
無錫通芝微電子有限公司無錫通芝微電子有限公司
(Wuxi (Wuxi TongzhiTongzhi Microelectronics Co., Ltd. )Microelectronics Co., Ltd. )
System LSI System LSI ((後工程後工程))

東芝セミコンダクタ・タイ社東芝セミコンダクタ・タイ社
(Toshiba Semiconductor Thailand)(Toshiba Semiconductor Thailand)
DiscreteDiscrete((後工程後工程))

東芝エレクトロニクス・マレーシア社東芝エレクトロニクス・マレーシア社
(Toshiba Electronics Malaysia)(Toshiba Electronics Malaysia)
Discrete/C2MOS/Bipolar/BiCMOS LSIDiscrete/C2MOS/Bipolar/BiCMOS LSI((後工程後工程))

東芝半導体（無錫）有限公司東芝半導体（無錫）有限公司
(Toshiba Semiconductor (Wuxi) (Toshiba Semiconductor (Wuxi) CoCo.,.,LtdLtd.).)
無錫通芝微電子有限公司無錫通芝微電子有限公司
(Wuxi (Wuxi TongzhiTongzhi Microelectronics Co., Ltd. )Microelectronics Co., Ltd. )
System LSI System LSI ((後工程後工程))

東芝セミコンダクタ・タイ社東芝セミコンダクタ・タイ社
(Toshiba Semiconductor Thailand)(Toshiba Semiconductor Thailand)
DiscreteDiscrete((後工程後工程))

東芝エレクトロニクス・マレーシア社東芝エレクトロニクス・マレーシア社
(Toshiba Electronics Malaysia)(Toshiba Electronics Malaysia)
Discrete/C2MOS/Bipolar/BiCMOS LSIDiscrete/C2MOS/Bipolar/BiCMOS LSI((後工程後工程))
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ﾃﾞｻﾞｲﾝ/ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ
海外

Dusseldorf

Hong Kong
San Jose
San Diego

Boston

TEE ELDEC

TAEC SLG

：ASIC Design Center
： Engineering Center

TAEC: Toshiba  America  Electronic Components,Inc.
TEE  : Toshiba  Electronics Europe GmbH. 

Toshiba Embedded Software(India) Pvt. Ltd.*

Zhongzhi Software System 
Engineering (Shanghai)
Co., Ltd.

*TOSHIBA Corporate
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San Diego

Boston

TEE ELDEC

TAEC SLG

：ASIC Design Center
： Engineering Center
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TEE  : Toshiba  Electronics Europe GmbH. 

Toshiba Embedded Software(India) Pvt. Ltd.*
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Engineering (Shanghai)
Co., Ltd.
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半導体市場
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世界半導体市場規模

出典： ＷＳＴＳ2010秋出典： ＷＳＴＳ2010秋



12

研究開発についての考え方
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東芝セミコンダクター社の研究開発の方向性

• 半導体製品はグローバル商品 → 電子機器への波及効果
大

– 輸出比率が高い

– 汎用性が高い製品はあらゆる電子機器に使われる

– 新興国・先進国を問わず、多くの国々で使われる

• 研究開発費の増大、設備投資額の増大： 活発な技術革新

– 素子の微細化とともに研究開発費が増大

– 新規工場建設時の投資規模も増大

• 国際的な競争と強調 → 国際的な産・官・学連携

– 熾烈な開発競争

– Pre-Competitive(前競争）領域における国際的な研究開発コンソーシア
が形成されている（欧州のiMEC、米国のSematechなど）

– 大学、国の研究機関との共同研究も国際化

– 企業間の共同開発も国際化
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総務省(政府）に期待すること

• 半導体技術の発展がICT（情報通信技術）の発展の原動力
の一つとなっている

– 半導体技術の研究開発とICTの研究開発が共に進むよう、関係各位
の連携と協力を推進すること

– 技術ロードマップの共有

• 国際競争に勝ちぬくために

– 日本の研究開発の成果（製品、規格など）が世界中で使われるように
なることを目指して、研究開発の方向を見定めること

– 研究開発自体も日本国内にとどまらず、世界の研究開発ネットワーク
のなかでの日本の位置づけを意識した政策立案をすること

– 国内において産・官・学の連携を図ることはいうまでもないが、戦略的
な国際連携の仕組みを育てていくこと
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